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Über Fortec:
•	 Seit 27 Jahren erfolgreich am Markt
•	 Börsennotiert
•	 10 Niederlassungen in 5 Ländern
• 	 Einkaufsbüro in der VR China
•	 150 Mitarbeiter
• 	 47,5 Mio. c Umsatz

	 	 	 	  Mehr zur Fortec-Gruppe

Distribution & Technik

PC/104 Offensive von Kontron und Fortec

Nürnberg, 28.2. - 1.3.2012
Halle 2, Stand 222
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Embedded

SBC & MoterboardPC/104 SBC
PC/104-Plus SBC
mit leistungsfähiger Grafik und voller ISA Unterstützung

PCI/104-Express SBC
mit neuer Intel® AtomTM 
CPU und DDR3 RAM

MICROSPACE® MSM-eO
•	 �AMD G-Series T44R/T24L 
	 (1.2GHz/1.0GHz ohne Grafik)
•	 �Leistungsfähige ATI Radeon Grafik
	 (10x D525 3DMark6)
•	 �Bis zu 4GB DDR3 RAM
•	 �GB LAN, 4x USB, 4 x COM
•	 �2 x SATA (RAID), HD Sound
•	 �4x A/D, 2x D/A
•	 �Geringer Stromverbrauch (<15W)
•	 �Volle ISA Unterstützung

MICROSPACE® MSM-LP
•	 �Intel® AtomTM D425/D525
	 (1.8GHz/2x 1.8GHz)
•	 �LVDS, VGA
•	 �Bis zu 4GB DDR3 RAM
•	 �2x GB LAN, 6x USB, 4x COM
•	 �1x PATA und 2x SATA
•	 �HD Sound
•	 �Geringer Stromverbrauch (<15W)
•	 �Erweiterter Temperaturbereich 
	 (-40°C ...+85°C)
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Embedded

SBC & MoterboardPC/104 SBC

KTA55/pITX 
•	 �AMD G-Series T40E (DC 1.0GHz)
•	 �Dual Core Performance
•	 �Leistungsfähige ATI Radeon Grafik
	 (10x D525 3DMark6)
•	 �DVI-I & 2 x 24-bit LVDS
•	 �Dual Independent Display Support
•	 �Bootbarer micro SD Card Slot 
•	 �Standard KT PICO-ITX Kühlkonzept 
•	 �Verschließbarer DC Power Anschluss
•	 �Langzeitverfügbarer Embedded SBC

2.5" Pico-ITX®
Single Board Computer mit AMD Fusion Technologie

Kostengünstiges Mini-ITX Motherboard  
mit der 2. Generation  

Intel® Core i7, i5 & i3 CPUs

KTHM65/mITX
•	 2. Generation Intel® Core i7, i5 & i3 CPUs
•	 Intel® HM65 Chipsatz
•	 Langzeitverfügbares Embedded 
	 Mini-ITX Motherboard
•	 Hohe Grafikperformance incl. 
	 2 x Display Port, LVDS/eDP & DVI
•	 6x SATA (incl. 2x SATA III), 12x USB 2.0
•	 1x Intel® GB LAN, mSATA Interface
•	 PCIe x16, PCIe x1 & mPCIe
•	 Vielseitiger KT Feature Connector
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PC/104+
PCI/104-Express

 

DDR

DDR2

DDR3

onboard

PATA

SATA

CFlash

micro SD
Floppy

SSD

LVDS

	
CRT
SDVO

USB Host 2.0
Giga LAN	
Fast LAN
RS232
RS232/422/485

GPIO

Audio

Parallel
Keyboard/Maus
0...60 °C
0...70 °C
-40...85 °C
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Pico-ITX
3,5" SBC
Mini-ITX
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